[bookmark: _Toc487181228][bookmark: _Toc60325820]用户需求书
[bookmark: _Hlk174960173]注：
（1）用户需求书中标注“★”条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效；
（2）用户需求书中标注“▲”条款为主要货物技术指标要求的重要参数；
[bookmark: _GoBack]（3）用户需求书中标注“●”条款为本项目的核心产品，投标人应在报价表中清晰列明所投产品名称、规格型号、品牌、数量、单价。
I  商务要求
	序号
	条款名称
	说  明

	1
	交货地点
	东莞理工学院松山湖校区国际合作创新区2A508实验室。

	2
	★交货期
	签订合同后90天内将全部货物运抵现场，并根据招标人要求完成安装调试及验收前测试。

	3
	★付款方式
	1.双方签订本合同后，招标人在45个日历日内以银行转账方式向中标人支付合同总价的30%的预付款。付款前中标人须提供如下资料给招标人：①合同复印件；②中标人开具的合同金额30%的正式增值税专用发票；③中标通知书复印件。
2.货物到达招标人指定的地点且货物安装、调试完毕，经招标人验收合格、办理完全部验收手续后，招标人在45个日历日内以银行转账方式向中标人支付合同总价的70%的款项。付款前中标人须提供如下资料给招标人：①合同复印件；②中标人开具的合同金额70%的正式增值税专用发票；③验收报告复印件；④中标通知书复印件。
注意：中标人应在招标人支付货款前，将符合国家及地方财政规定的发票以及招标人所要求资料送至招标人单位，发票抬头名称与招标人单位名称一致。付款时间以付款款项划出之日为准。因中标人未按照要求向招标人提供请款资料，导致招标人延期付款的，由此产生的法律责任，由中标人自行承担。

	4
	报价要求
	本项目以人民币报价，报价包含：
1.报价包含设备的购置费、包装费、人工费、保险费、安装调试费、资料费、验收费、售后服务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。
2.货物运输过程以及现场保管所产生的全部费用。
3.供应商所投产品为：①国产产品报价均应包含所有的税费。
4.不能在报价之外还有其他费用出现。
注：投标总价必须准确唯一且应包含完成本项目的所有费用。

	5
	★质保期
	1.自设备最终验收合格并交付使用之日起不少于一年，若设备原厂家承诺的免费质保期高于前述标准的，按原厂家的免费质保期执行，所需费用包含在本项目总报价中。
2.质保期内，如货物非因招标人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责免费维修或更换。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

	6
	售后服务要求
	1.售后保修服务故障响应：
中标人应在接到招标人的服务通知后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，须对设备进行维修，如设备维修预计时长超30个日历日，须在原设备送修之日起30个日历日内提供备用机并安装调试完毕，保证招标人相关工作继续正常运行。
2.技术支持：
要求在保修期内提供7×24 小时（即每周7天，每天24小时）技术支持服务，中标人应提供本单位的热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接收设备使用人员提出的各种技术问题，并在24小时内提供解决方案，并对于每个问题都有闭环跟踪机制。在远程维护无法解决问题的情况下，需派遣技术人员上门解决。
3.培训服务：
中标人须向招标人提供详细的培训计划，负责对采购人方技术人员进行系统性培训（包括但不限于设备使用培训、操作维护培训等），使其掌握设备的使用技能。中标人应按照招标人指定的时间、地点（东莞理工学院松山湖校区国际合作创新区2A508实验室）向招标人提供专业的培训服务，并向提供设备的使用流程视频，培训所需全部费用（含培训、交通、食宿等）均由中标人负责。

	7
	包装、运输、保管及保险要求
	1.中标人提供的货物须是制造商原装出厂的、全新的、未使用过的、包装完好（有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞措施）的产品，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准、产品出厂标准及招标文件要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2.中标人负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。
3.各种设备需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
4.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
5.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕物。

	8
	安装调试
	1.所供设备和材料中标人必须送货上门和负责安装调试。
2.中标人应当依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、安装并调试至正常运行的最佳状态。
3.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4.投标人应保证设备在不需要增配未列出配件（特别指出的除外）的前提下货物功能、技术标准能够达到招标文件的要求，而无须再增配未列出的配件；如中标人所提供的产品需要增配配件才能达到要求的，所增配的配件须由中标人免费提供。

	9
	验收要求
	1.验收期：中标人书面向学院验收组织部门提交经招标人代表签字的验收申请，验收组织部门收到申请之日起在7个日历日内按采购需求及合同的有关规定组织履约验收。
2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
3.验收由招标人组成验收小组进行，项目验收标准包括检查全部设备是否实现了招标人所要求的功能，是否与中标人提出的解决方案中既定目标功能完全一致。如验收不合格，中标人无条件对产品进行调试、替换，直到验收合格，由此造成招标人损失的，中标人应予赔偿全部损失及支出，招标人对产品的验收并不当然免除中标人的产品质量保证责任。必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。
4.因产品质量问题发生争议，由广东省或东莞市质量技术监督部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费由招标人承担；不符合质量标准的，鉴定费及招标人的损失由中标人承担。


II  技术要求
一、设备需求清单：
	序号
	货物名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	管式炉
	1、 主要用途：
具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点，方便高校、科研院所、工矿企业做新材料样品的烧结或是退火（在真空或是惰性气体保护状态下）。
2、 技术参数：
1、最高温度可达≥1600℃（≤0.5h）；
2、可实现多段温控程序精准控温；
3、额定功率：≥5.5KW， 额定电压：AC220V 50/60HZ；
4、额定使用温度：≥1550℃；
5、最高使用温度：≥1600℃；
6、建议升温速率：1400℃以下：≤10℃/min ；1400℃到1600℃：≤5℃/min；
7、加热元件：硅钼棒；
8、温控系统：包含温度控制器；PID自动控温系统；智能化30段可编程控制；内置过热保护和热电偶故障报警；
9、控温精度：±1℃；
10、炉管材质：高纯氧化铝炉管。
三、配置清单：
设备主机1台，温控系统1套，加热元件若干、石英管若干，样品坩埚1套，产品说明书，合格证。
	台
	1

	2
	真空感应熔炼炉
	1、 主要用途：
高真空/保护气氛下合金熔炼、铸造、浇注，支持二次加料、高温搅拌，用于材料实验研究。
二、技术参数：
1、可在保护气氛下进行金属熔炼和铸造；
2、最大熔炼量可达≥1kg(按Fe密度算）；
3、带有手动浇注功能，可在真空或气氛保护环境下对样品进行浇注；
4、配有二次加料机构，可在真空或气氛保护环境下进行二次加料；
5、配有高温搅拌机构，可在气氛环境下对熔炼样品进行高温搅拌，使熔炼更加均匀；
▲6、具有熔炼后快速检测效果的功能模块；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
7、电源要求	：输入电压：≥380VAC，三相；最大电流：≥35A；最大输出功率：≥15KW；
8、真空腔体：真空腔体采用SS304不锈钢制作；
9、配置坩埚倾倒装置，可用于将样品浇注到水冷铜模或石墨模具中；
10、顶部有一个KF25接口，用于连接手动二次加料机构，可在熔炼期间往熔炼坩埚中加入≥3种材料；
11、感应加热电源，≥15KW感应电源，带有功率控制器；
▲12、具有全自动温度补偿效应及实时对比功能；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
13、气氛保护，可通入高纯Ar气，气压≤0.02MPa；
14、配备机械压力表，测试范围为-0.1MPa-0.15MPa；
15、配备浮子流量计，用于调节进气流量；
16、真空度：10-2Torr-10-6Torr；
▲17、温场均匀性且边缘效应：≤1%；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
18、配置水冷机；
19、温度控制系统，配置热电偶，嵌入在石墨坩埚壁内，用于测量和控制熔炼温度，最高可测量温度为≥2000℃；
20、最高使用温度：≥2000℃；
21、采用PID方式调节温度，可设置≥30段温度段；
22、控温精度可达：+/-5℃。
三、配置清单：
设备主机1台；二次加料机构1套；两种规格感应线圈各1个；两种规格石墨坩埚各1个；两种规格石墨油槽坩埚各1个；两种规格石英护套各1个；机械搅拌机构1套。
	台
	1

	3
	三靶磁控溅射仪
	1、 主要用途：
用于制备单层或多层铁电薄膜、导电薄膜、合金薄膜、半导体薄膜、陶瓷薄膜、介质薄膜、光学薄膜、氧化物薄膜、硬质薄膜、聚四氟乙烯薄膜等。
二、技术参数：
1、真空泵组：配置原装分子泵+前级隔膜泵；
2、本底真空度：≤5.0×10⁻³Pa，极限真空度：≤5.0×10⁻⁴Pa；
3、工作压力范围：0.1～5Pa；
▲4、选配功能：设备自带腔体均匀性半自动快速校准功能模块并可自动生成校准报告；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
5、抽速：分子泵≥67L/s；前级泵≥1m³/h；
6、溅射电源系统：直流电源（DC）：2台，输出功率0～500W连续可调，射频电源（RF）：1台，输出功率0～300W连续可调，阻抗匹配：≥50Ω；
7、控制模式：支持一电源控多靶或多电源单控靶，靶枪可自由调换；
8、气体控制系统：工作气体：氩气（Ar），纯度≥99.99%，氩气气路：2路独立控制，流量范围：1路 1～100sccm；1路 1～200sccm，支持反应气体定制扩展；
▲9、磁控溅射靶：磁控靶数量：3个，可独立/同时工作，适配靶材：≥Φ2英寸，厚度0.1～5mm，靶基距：85～115mm连续可调；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
10、控温精度：±1℃，膜厚均匀性：≤5%；
11、冷却方式：水冷；
▲12、电路采集指标≤0.05%FS；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
13、沉积性能及结构：膜厚范围：10nm～10μm，供电：单相AC220V/ 50Hz。
三、配置清单：
1、主机1套；
2、直流电源控制系统	0～500W 2套；
3、射频电源控制系统	0～300W 1套；
4、真空泵1台；
5、冷水机1台；
6、操作说明书、合格证、保修卡各一套。
	台
	1

	4
	金相切割机
	1、 主要用途：
相样品精密切割，适用于金属、紧固件、PCB、半导体、晶体、陶瓷、岩石等，低损伤切割保障后续制样质量。
二、技术参数：
1、进给方式：切割片进给；
2、进给方向：Y向；
3、切割方式：自动（直线、脉冲）、手动；
4、切割片直径：兼容φ150～φ250mm；
5、切割片中心孔径：兼容φ12.7mm和φ32mm；
6、主轴转速：400-4000rpm；
7、切割速度：0.01-6mm/s精确可调；
8、最大切割直径：≥65mm（装250mm切割片时）；
9、工作台行程：≥220mm（装230mm切割片时）；
10、电机：高功率伺服系统；
11、功率：≥1000W；
12、快速夹具：优质铝合金快速夹具。
三、配置清单：
切割机主机1台；夹具1套；内置循环水箱1件；树脂切割片2片；切割润滑液1桶；排水管及附件、扳手、内六角扳手；合格证、保修卡、说明书、装箱单。
	台
	1

	5
	全自动镶嵌机
	1、 主要用途：
金相样品全自动热镶嵌，一键完成加热、保温、加压、冷却、卸载，用于汽车、航空、电子、科研等样品制样前处理。
二、技术参数：
1、操作简单，一键操作，自动完成从加热、保温、压力自动补偿、冷却和卸载的镶嵌操作流程，使得镶嵌过程简单高效；
▲2、优化的纯铜加热器，配合高品质加热棒，加热和冷却速度快；升温、保温和降温过程，温度曲线实时显示；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
3、液压加载，压力大；
4、三种冷却方式可选：温度，时间，手动，特色的脉冲冷却技术；
5、冷却强度可控，节约用水多重安全防护，温度过热自动断电；
6、流线型耐高温高强度复合材料外壳，永不生锈；
7、可选配外置循环冷却水箱；
8、工作方式：全自动；
9、样品规格：30mm，25/40/50mm等；
▲10、最大压力（kgs）：≥1200，最高温度：≥200℃；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
11、标配：冷却水、脱模剂、量筒漏斗、进出水管，黑色镶嵌粉、绿色镶嵌粉。
三、配置清单：
主机1台；≥7寸触摸屏控制系统；黑色镶嵌粉、专用脱模剂；量筒漏斗、进出水管。
	台
	1

	6
	自动磨抛机
	1、 主要用途：
金相试样自动研磨+抛光，完成粗磨→精磨→粗抛→精抛，冷却防过热保护金相组织，用于企业/科研/高校制样。
二、技术参数：
1、电源：单相AC220V 50Hz；
2、输入功率：≥1.1KW；
▲3、磨抛盘直径：Φ250mm（标配），可定制φ203mm，φ300mm，磨抛盘转速：0～1000r/min；150r/min、300r/min、600r/min、1000r/min（四级定速），磨抛盘转向：顺时针或逆时针可调，磨抛头转速：50～150r/min（无极调速），单点力加载：5～60N；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
4、模式切换：自动和手动工作模式可一键切换；
5、试样尺寸：Φ30mm，φ22mm，φ25mm，φ40mm，φ45mm，φ50mm；
▲6、制样数量：≥6个（标配）；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
7、制样时间：0～995秒（s）；
8、压缩空气压力：0.6～0.9Mpa。
三、配置清单：
双盘磨抛主机1台；自动/手动双模控制系统；6工位试样夹具（Φ30mm）；水冷却、磨粒冲刷装置；急停开关、下降保护装置。
	台
	1

	7
	震动抛光机
	1、 主要用途：
金相/岩相样品振动抛光，去除表面变形层、消除应力、提升光洁度，适配SEM、EBSD电镜分析样品制备。
二、技术参数：
1、 新一代变频控制，试样表面抛光更完美；
2、 数字化显示运行参数；
3、无需操作者参与的全自动抛光，运行时间可设定，实现无人值守全自动；
▲4、高强度玻璃钢外壳，防腐蚀，防冲撞；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
5、透明防尘罩可保证抛光盘的洁净；
6、可承载镶嵌样品或者较大的无需镶嵌的样品；
7、不同规格样品夹持器可选：1英寸、1.25英寸、1.5英寸、2英寸、32mm、50mm可选，特殊规格可定制；
8、工作盘直径：≥12英寸/304.8mm；
9、电压：110/220V，50/60Hz，功率：≥550W；
▲10、最大振动频率：≥7500次/秒，振幅：振幅可以通过电压调节，并以LED光柱在面板上显示；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
11、容量：不小于18个样品；
12、抛光盘：加高型防腐蚀高强度抛光盘。
三、配置清单：
主机1台；1.25英寸夹具、配重块各3个；1.25英寸夹平器、防尘盖各1个；抛光布1张。
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	金相显微镜
	1、 主要用途：
金相显微镜核心是观察金属及合金、半导体、陶瓷、复合材料的微观组织结构，主打金相组织分析、材料失效检测、质量管控。
二、技术参数：
1、显微系统：
1.1、光学系统：无限远光学系统；
1.2、观察镜筒：三目观察镜筒，30°倾角，瞳距48-78mm，眼点可调，分光比100：0，50：50；
1.3、目镜：超宽视野目镜10X，高眼点，屈光度可调；
▲1.4、物镜：无限远长工作距离平场半复消色差物镜系列，共≥5颗，适用于明场、暗场及偏振光观察；参数必须满足以下要求：
①长工作距离平场半复消色差物镜5X（明暗场共用），数值孔径≥0.15，工作距离≥16.5mm；
②长工作距离平场半复消色差物镜10X（明暗场共用），数值孔径≥0.3，工作距离≥11.7mm；
③长工作距离平场半复消色差物镜20X（明暗场共用），数值孔径≥0.45，工作距离≥13mm；
④长工作距离平场半复消色差物镜50X（明暗场共用），数值孔径≥0.8，工作距离≥3.5mm；
⑤长工作距离平场半复消色差物镜100X（明暗场共用），数值孔径≥0.9，工作距离≥1.1mm；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
1.5、物镜转换器：五孔编码物镜转换器，可调物镜中心，确保每颗物镜同轴；
▲1.6、落射照明系统：≥10W ≥4500K宽光谱LED，CRI≥95，预置中心、亮度连续可调，带可变光阑，内置式明场模块、暗场模块，含固定式起偏器及360°旋转检偏器；具备电动或手动切换功能模块的能力，支持不少于四种观察模式的切换；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
1.7、透射照明系统：≥10W ≥4500K宽光谱LED，CRI≥95，预置中心、亮度连续可调，高分辨率多功能聚光镜，数值孔径≥1.1，带可变光阑和滤色片，含固定式起偏器；
1.8、调焦系统：粗微调同轴，粗调带锁紧装置（防止撞镜头），可设置松紧，微调格值不低于1μm；调焦机构应采用高精度传动设计，具备抗温度漂移与抗振动能力；
1.9、载物台：双层机械载物台，XYZ轴行程≥75mm×50mm×50mm，含托架框及玻璃板；
1.10、CCD接口：标准C型接口1X，齐焦可调；支持与CCD摄像头、计算机及图像分析软件联用，形成一体化显微成像分析系统；
1.11、具备反射光明场、高级暗场、偏振光观察功能；预留荧光观察和微分干涉功能升级接口；
▲1.12、智能光强管理：改变物镜放大倍率时，显微镜自动调节光强至最合适；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
2、成像系统：
▲2.1、显微成像硬件必须与显微镜同品牌，确保二者相得益彰；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
2.2、芯片尺寸：≥1.1"；
2.3、像元尺寸：≥2.64×2.64(μm)；
2.4、像元合并模式：1×1、2×2、3×3、4×4；
2.5、帧率@分辨率：≥15fps@5472×3648；
2.6、曝光时间：0.18ms-15s；
2.7、数据接口：USB3.0；
2.8、测量：静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等≥19种测量方式；
▲2.9、具有高低温循环测试模块，高度自动化；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
2.10、图像采集:单帧捕获、视频录像、延时录像、帧拍摄、帧拍摄成录像；
2.11、实时图像拼接：动态的捕捉定量位移后的图像后自动后台无缝拼接，完美展现超大视野全景显微图像；
▲2.12、实时景深融合：对不同焦平面的光学显微图像(同一视场)的图像进行融合，可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察，解决光学景深小的问题；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
2.13、参数保存：可根据用户需求设置参数保存，针对不同样本，任意调用；
2.14、根据用户需要，可开放端口，接入第三方软件；
2.15、软件具有密码功能，可进行一键白平衡；
▲2.16、配置金相专用分析模块，应包含以下功能：
①晶粒度评级（支持GB及ASTM标准）；
②非金属夹杂物评级；
③球墨铸铁球化率、灰铸铁金相等专项分析；
④面积含量、颗粒度、孔隙率等量化分析；
⑤支持用户自定义图谱导入与比对功能；
（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
3、操作系统：
3.1、配置高性能台式计算机，搭配高清显示器。
三、配置清单：
主机，观察镜筒，目镜，物镜组成系统，反射照明器，功能模块，物镜转换器，移动组件，相机接口，显微相机，金相分析系统，计算机操作系统。
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	金刚石线切割机
	1、 主要用途：
用于脆性材料样品的精密切割，可以对材料进行切片、切断，旋转转台也可以对试样切割一定角度。可切割的材料例如陶瓷、晶体、玻璃、金属、岩石、热电材料、红外光学材料、复合材料以及生物医学材料等。
二、技术参数：
1、供电接口：国标带保险三极插座 AC220 50Hz 10A；
2、总功率：≥120W（不含空压机）；
3、主体构成：铝合金框架 钣金封闭壳体；
4、金刚石线长度（m）：≤45m；
5、金刚石线直径(mm)：≤0.45mm；
6、金刚石线张紧方式：可调气动张紧；
7、主轴切割旋转方式：往复式旋转；
8、主轴转速：2-300r/min可调；
9、Z轴有效行程：1-60mm；
10、Y轴有效行程：0.01-50mm；
▲11、旋转角度台：电动：水平0-360°，倾斜角度台：电动：±10°，范围精度±1°；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
12、两导向轮内侧最大间距：≥96mm；
▲13、切割最大工件直径和长度：≥Φ50×50mm；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
14、切割厚度（深度）：有效值≤50mm；
15、控制方式：一体式控制PLC编程器+≥7寸触摸屏；
16、切割区域视频监控：≥7寸显示屏。
三、配置清单：
主机1台，聚乙烯(PE)张紧轮2个，聚乙烯(PE)导向轮2个，十字夹具1套，金刚石线卷，水泵1个，树脂陶瓷块2块，石蜡棒4根，产品说明书，合格证。
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	行星式球磨机
	1、 主要用途：
实验室科研/小批量量产等，把固体物料超细粉碎、研磨、混料、合金化、纳米制粉，干湿磨都能用。
二、技术参数：
1、 研磨平台数：≥1个，水平导轨式配重调节；
2、研磨罐尺寸：80ml、250ml、500ml、80ml×2叠加；
3、研磨球直径：0.1-20mm可选择；
4、最大进样尺寸：≥10mm；
5、样品最大处理量：≥225ml；
6、出料细度可达到小于1µm（D50大概是200-300nm），保证后续的实验分析；
▲7、主盘转速100-650rpm，研磨碗自转可达1100rpm以上，连续可调；具备实时转速显示功能，显示屏软件需计算当前公转速度和自转速度及驱动输出的功率赫兹，公转自转误差值＜1%；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
8、离心加速度：≥29g；
9、温度压力装置：预留485通讯接口；
▲10、控制方式：≥7"中英文互换图形人机界面，真彩触屏输入，智能式人机对话模式，支持间隙运行、定时运行、交替运行、数据存储、异常报警,支持中途暂停按键，可存储≥20条研磨工艺数据（支持更新、删除），支持查看完整的研磨工艺（总时间、已工作时间、剩余时间、当前步骤）；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
▲11、研磨台≥4片加厚金属保护装置，确保安全；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
12、水平导轨式配重，弓形配重板，确保高速运转中仍能保持位置稳定；
13、研磨罐安全装置：双重安全锁，旋转式锁紧装置；
14、可以进行正向和反向的操作，不限于一个方向研磨，不会形成研磨死角，处理的样品更加均匀，易于分析；
15、完全封闭但易于开启的研磨腔室；
▲16、排风装置：双风扇强制通风设计，有效降低球磨过程中的研磨腔室温度。（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
三、配置清单：
高能行星式球磨机，压紧装置，电源线，说明书，真空氧化锆球磨罐，氧化锆密封圈，真空套密封圈，氧化锆研磨球，六角扳手。
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	混料机
	1、 主要用途：
可用于对各种材料进行破碎、研磨、分散和混合等。
二、技术参数：
1、 额定电压：AC220V/50/60HZ 额定功率：≥370W；
2、最大转速：主动胶辊：570转/分±10%，自转（球磨罐）220转/分±10%；
3、调速方式：变频调速0～50Hz，分辨率≥1Hz，本机限速0～50Hz；
4、传动方式：皮带传动；
5、进料粒度：≤200μm（进料前用破碎机破碎，然后分筛）；
6、球磨罐最大装料量：罐容积的四分之三或以上（含磨球）；
7、电机型号：三相交流 ≥0.37KW/1330转/分；
8、混料介质最大载入粒径：≤200μm；
9、混料介质最小输出粒径：200～1000目（参考值）。
三、配置清单：
主机1台，配件若干，产品说明书，合格证。
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	高温炉
	1、 主要用途：
具有温场均匀、表面温度低，节能等优点，是高校、科研院所、工矿企业做高温烧结，金属退火、质量检测用的理想产品。广泛应用于高等院校、科研院所及企业对金属、非金属及其化合物，陶瓷材料、复合材料等材料进行烧结、退火、热分析、热处理等等工艺。
二、技术参数：
1、电源：AC220V/50HZ；
2、功率：≥4KW；
3、加热元件：≥1900℃级硅钼棒（4根）；
4、最高使用温度：≥1800℃（≤20小时）；
5、长时间最高使用温度：≤1780℃；
6、升温速率：≤10℃/min（≤1400℃）≤5℃/min（1400-1600℃）≤2℃/min（＞1600℃）；
▲7、自整定：具有≥32BT自整定；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
8、热电偶：B 型热电偶；
9、包含温度控制器；
10、PID自动控温系统，智能化≥50段可编程控制；
11、恒温控温精度：±1℃；
12、电脑温度控制软件用于控制升温曲线和导出数据。
三、配置清单：
主机1台，垫块1套，门堵1套，产品说明书，合格证。
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	恒温加热台
	1、 主要用途：
广泛用于LED行业铝基板焊接维修、模具模芯预热、电子行业封胶与点胶恒温加热，同时可满足工业样品烘焙、干燥及温度试验需求，也适用于化学实验、BAG 返修，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室与教学研究的常用设备。
2、 技术参数：
1、工作电压：AC100～240V；
2、控温精度：±1℃或±1%FS（较大者）；
3、加热台面功率密度：≥2W/cm²；
4、温度范围：室温～400℃；
5、表面温度均匀性：温差小于2℃或2%；
6、定制产品可选配如下功能：
①程序段升温，可控制不同时间段的升温范围，实现阶段性升温；
②具备RS485远程通信端口，可实现对加热台的远程监控以及数据记录；
③加热计时功能，启动加热时开始计时，到达时间后系统自动断电停止加热。
3、 配置清单：
加热台，产品说明书，合格证。
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	电解抛光腐蚀仪
	1、 主要用途：
采用电解抛光和腐蚀制备的金相样品避免了机械抛光所带来的变形层，因此其组织真实无假象。是制备钛、铝、铜等有色金属和高温合金样品的最佳方法。具有较高的工作电压和较大的工作电流，以适应更多类型产品的抛光。采用特殊方式对电解液进行循环、冷却，有抛光效率高，抛光效果优于其它搅拌方式，而且比其它管道式循环泵更易清洁和更换电解液。
二、技术参数：
1、 输入电压：AC220V，≥50Hz，≥700W；
2、输出电压：0－100V；
3、输出电流：0－6A；
4、温度：实时监控，超温报警；
5、电解液容积：≥320ml；
三、配置清单：
仪器主电源1台、阴极电极导线1根、样品杯孔板3个、温度传感器1个，5、泵壳1个、电解杯1个、数显旋转磁力工作台1台、简易抛光浆片1个、简易抛光电极导线一根、简易抛光阴极阳极1组、进出水管1根、电源线1根、产品说明书1份。
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	真空泵组
	1、 主要用途：
用于为真空镀膜、电子显微镜、表面分析仪器、质谱设备、半导体工艺、材料真空制备、氦质谱检漏等科研及工业场景提供高真空、无油洁净真空环境。
2、 技术参数：
1、进气口法兰：DN25 ISO-KF；
2、测量范围(Pa)：1E-5-1E5；
3、压缩比：N2:1E8 He:1E2 H2:1E2 Ar:1E8；
4、建议启动压强(Pa)：＜10Pa；
5、冷却方式：风冷或水冷；
6、环境温度(℃)：水冷方式5-40℃ 风冷5-32℃。
三、配置清单：
主机1台，前级泵1台，真空计1套，说明书1份。
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	真空封管系统
	1、 主要用途：
主要用于实现样品的无氧无水真空密封保存和高温固相合成。
二、技术参数：
1、整体真空漏率≤2×10-10Pa·m³/s(经氦质谱检漏)；
2、采用最新电解水技术产生氢氧火焰，产气量≥700L/H，氢氧火焰最高温度可达≥2800℃；
▲3、真空动密封技术，可旋转抽真空保持高真空度，旋转速度可以达到0～30转/分钟可调；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
4、搭配≥φ20不锈钢管接头，和石英玻璃管真空熔封；
5、机身可翻转倾斜≥20°，可密封长度超过1米的石英管；
▲6、接收差分和单端式信号指令；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
7、选用≥2L/s机械式真空泵，真空泵接口与封管设备接口采用标准真空法兰接口形式，与真空封管机即接即用；
▲8、多元化多维度智能图像分析功能；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
9、要求带充排气测压套件，充气口为≥6mm，能满足在真空或保护气氛下完成真空封管；
★10、电路采集≤0.03%FS；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
11、要求采用粉末防返流装置可有效防止粉末样品被抽到真空泵，减少和避免样品的损失，延长真空泵使用寿命。
三、配置清单：
设备主要由主机、氢氧机、机械泵、石英管、管接头、低真空附件包等组成。
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	布里吉曼单晶炉
	1、 主要用途：
通过精密控制温度场和机械位移，实现材料的定向凝固结晶。满足布里奇曼法生长晶体，也可以在真空下做提拉法单晶生长。可以适用多种晶体材料的生长工艺。
二、技术参数：
1、两温区长度：≥110+110mm，总温区长度：≥220mm；
2、工作温度：≥1400℃，升温速率：≥10℃/min；
3、控温精度：±0.1℃；控温方式：PID程序控温，≥30段控温；
4、温控仪表：采用高精度仪表；测温原件：2支S型热电偶；
▲5、杂相排除功能：具有基于清洁等级多重杂相干扰排除功能；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
6、控制界面：≥10英寸触摸屏；
7、最大功率：≥6KW；工作电压：220V 50Hz；
▲8、电路采集指标：≤0.01%FS；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
9、机械泵真空度：≤5Pa；分子泵真空度：≤9.8×10-4Pa；
10、提拉速度：0.1～100mm/h；提拉杆转速：0.1～100R/min；
11、外型尺寸：≥800mm×600mm×1650mm（宽×深×高）；
12、传动电机：2个高性能伺服电机；
▲13、选配模块：原位测量样品结晶动力学和尺寸效应的选配功能模块；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
14、快速升降速度：≥150mm/min；提拉行程：≥200mm。
三、配置清单：
控制系统1套；真空提拉系统1套；加热系统1套。
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	放电等离子烧结炉
	一、主要用途：
烧结纳米相材料，梯度功能材料，热电材料，介孔纳米热电材料，稀土永磁材料，合金玻璃非平衡态材料及生物材料。
二、技术参数：
1、电源功率∶≥30KVA；输入电压∶三相五线制≥AC380V/50Hz；输出电流（瞬间）∶DC 0-3000A；输出电压（瞬间）∶DC 0-10V（矩形波峰值）
2、脉冲参数：开通时间：1-255ms；关断时间：1-255ms；脉冲个数：1-255ms；休止时间：3-255ms；
3、直流和交流及脉冲可以自由切换；
▲4、选配亚太空模块：亚太空模块≥1K级进阶功能；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
5、最高温度∶≥2200℃；升温速率：最大≥400℃/min；
6、压力∶最大≥5T，起步压力≥50KG；压头直径∶≥Ø60mm；最大位移∶60-100mm；
7、冷态极限真空度∶≥6.67×10E-4Pa；压力波动：≤1KG；压升率：≤5Pa/h；
▲8、支持脉冲/方向或双脉冲控制模式；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
9、压力控制方式：伺服电机加电动丝杠，可控制正反转，控制非常精准；
10、炉体采用双层水冷结构，全不锈钢材料，内部精密抛光，炉门外表精细抛光处理；炉体侧开门，装卸模具方便；高绝缘；
11、脉冲直流电源：脉冲参数可调节。电路模型为整流-滤波-IGBT 逆变电路-降压-全波整流成直流，系统具有故障诊断、保护功能；
12、控温方式：采用控温仪表，具有自动停机功能；
▲13、具有≥2通道升温对量；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
14、控温方式：S型热偶配合1000℃-3200℃红外仪，测温更精确；
15、水路分配系统：采用密闭式，由管道等相关装置组成；
16、真空系统：采用二级泵配置；
▲17、具有三重安全模块保障操作人员和设备安全模块；设备具有高度人体安全保护功能模块和环境保护功能模块；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
18、防爆系统：防爆系统由压力变送器、电磁阀、控制器组成。可在控制器上设置报警压力，当腔体内压力大于等于设定的报警压力时，防爆系统会自动启动，并放出腔体内多余的气体。
3、 配置清单：
1、炉体1台；
2、直联泵1台；
3、真空电动阀门1套；
4、PLC加彩色触摸屏1套；
5、脉冲电源1台；
6、红外仪1台；
7、检测热电偶1组 ；
8、炉体安装支架（承重台）1件；
9、伺服电动加压系统1套；
10、电控系统1套；
11、真空泵1套；
12、复合真空计1套。
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	●塞贝克和电导率测试系统
	1、 主要用途：
采用准动态法和四探针法分别测量样品的 Seebeck 系数和电阻率。主要是用于测试块体热电材料，包括康铜、镍、钨等金属，Te、BizTe3、ZrNiSnZnAgSb、NiMoSb、SnTe、FeNbSb、CuGaTez、GeTe、CuS、CuzZnSnSe 等半导体及化合物，以及 PANI、PEDOT 等高分子聚合物， 以及其它材料。
2、 技术参数：
▲1、采用动态法和四线法基本方法原理，测试精度和稳定性更好，数据更接近真实值；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
2、温度范围：RT-800℃；
3、测量范围：电阻率：0.1µΩ•m-10µΩ•m；泽贝克系数：|S|≥8µV/K；
★4、内置微步细分算法，实现低细分控制指令，高细分运行效果，最大细分数为≥256（51200ppr）；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
5、 相对误差：电阻率≤7%；泽贝克系数≤7%；
★6、测试时间：≤6S；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
7、U-I曲线自动扫描，计算出合适的电流数值，可以精确测量电导率；
8、分辨率：电阻率：≤0.05μΩ•m；泽贝克系数：≤0.05µV/K；
★9、程序控制算法：采用AdaBoost、朴素贝叶斯、KNN、最大熵模型、SVM 5种高通量模式识别机理算法程序方式，控制精度更高；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
10、高级程序控温，包括温差和测量步进等高要求；
11、样品尺寸：长度：2mm-5mm；宽度：2mm-5mm；高度：10mm-18mm；可测量柱状、片状、长方体等；
▲12、设置梯形温度测试模式和点温度测试模式2种模式；（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
13、测试气氛：真空；
14、升温速率：不低于20℃/min；
▲15、便携式可升级模块：可在常温下测试块体、粉末、薄膜、纤维等不同材料类型的样品。（投标文件中须提供所投产品附有参数截图的公开网址链接或制造商对所投设备技术参数出具的说明或提供第三方机构出具的检测报告，复印件加盖投标人公章）
三、配置清单：
测试主机1台；真空维持系统1套；仪器冷却装置1套；数据显示操作平台1台。
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	分析天平
	1、 主要用途：
获取值得信赖的准确结果，内置应用程序提供简单的操作说明，同时支持自动计算和电子数据传输，可最大限度地减少错误并简化文档记录。
二、技术参数：
1、 可读性：≥1mg；
2、最大秤量：≥120g
3、灵敏度漂移：≥4mg；
4、重复性：≥0.7mg；
5、线性误差：≥0.6mg；
6、稳定时间：≥1.5s；
7、秤盘尺寸：≥120mm；
8、防风罩有效高度：≥236mm。
三、配置清单：
装箱单/产品合格证、保修卡、天平主机、秤盘、滴水盘(适用于实际分度值0.01mg/0.1mg/1mg的天平)、风罩(适用于实际分度值0.01mg/0.1mg/1mg的天平)、产品使用说明书、电源适配器
、电源插片。
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